（B5T9）顾客特殊要求

	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分2~8
	表面工艺、阻焊、铜厚、板厚公差、树脂塞孔、留白、镀金要求
	20251009
	四川航天烽火质量技术协议书袁诗雨2025-09-29510047军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：
标记

   顾客制板说明无要求时，不加快捷标记，不加周期

表面工艺

	表面工艺
	适用场合
	金厚
	备注

	电镀NI-电镀厚AU
	有键合要求的印制作板
	≥2um
	/

	沉金或电镀NI-电镀薄金
	只作表面贴装元器件（焊接）以及需要局部镀厚金的薄金焊盘
	/
	/

	热风整平（吹锡）
	厚度≥0.8mm的低频印制板
	/
	无特殊要求，不允许沉锡


阻焊

阻焊采用丝印：节距≤0.5mm的无引脚SMT封装元件设计时（QFN,DFN,LGA等），阻焊膜厚度高出焊盘≤40um。（甲方在技术文件中对该类元件会做标示说明。）
2）阻焊膜下导体优选电镀镍金（BGA焊接印制板除外）
4、铜厚
1）孔铜：最小≥20um，通孔孔铜平均≥25um

2）盖覆铜厚度≥12um；

3）通孔和一次盲孔的包覆铜≥12um，延伸≥25um；二次盲孔的包覆铜≥5um。
5、板厚公差：
a、双面微波板：介质厚度+（0.05~0.15）mm；
b、其它类型板：板厚≤1.3mm时，板厚公差±0.1mm；板厚＞1.3mm时，板厚公差±10%；
6、过孔工艺

树脂塞孔凹陷凸起≤50um
7、混压板盲槽微带线边缘留白＞0
8、采用引工艺线镀金工艺。（不允许金做抗蚀层，露出导体侧壁铜；仅工艺线蚀刻端口允许露出铜。）
预审部分： 

CAM部分： 

